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초 록 : 본 연구는 환경 및 인체에 유해한 포르말린을 사용하지 않은 무전해 동 도금액을 개발한 후 도금액을 전자파 차
폐 섬유도금에 적용하기 위해 도금 조건에 따른 특성을 파악하였다. 본 연구에서는 무전해 동 도금액의 온도, pH, Bath 
loading, 도금시간을 변화시켜 도금액의 도금속도 및 도금피막의 형상을 관찰하였으며, 전자파 차폐를 위한 섬유에 개발된 
도금액을 적용하고자 현재 상용 전처리 공정을 통해 도금실험을 수행하였다. 여러 도금조건을 변화하여 실험한 결과 50℃
의 도금액 온도, 12.8~13.5의 pH 조건에서 현재 사용 중인 포르말린 도금액과 유사하거나 더 우수한 도금속도를 나타내었
으며 현재 사용중인 도금액의 대체가 가능할 것으로 판단되었다. 

1. 서론

현재 일반적으로 응용되어지는 무전해 동 도금액의 경우 환경 및 인체에 유해한 포르말린이 환원제로 사용되고 있다. 이
에 본 연구에서는 환원제로 포르말린을 배제한 도금액을 개발하였으며 개발된 도금액의 상용화를 위해 무전해 동도금액이 
많이 사용되고 있는 전자파 차폐용 섬유에 적용하고자 하였다. 이에 현재 전자파 차폐 섬유에 사용되고 있는 전처리 공정
을 이용하여 무전해 동도금을 수행하여 현재 상용되고 있는 무전해 동도금 대체로 포르말린을 배재한 도금액의 상용 가능
성을 확인하고자 하였다.   

2. 본론 

무전해 동도금액의 환원제로 사용되어지고 있는 포르말린을 사용하지 않은 동 도금액 개발을 위해 착화제, 환원제, 첨가제
등을 변화시켜 무전해 동도금액을 개발하였다. 개발된 무전해 도금액을 이용하여 전자파 차폐를 위한 섬유 도금을 수행하
였으며 섬유의 경우 비금속 소재로서 금속의 직접도금이 불가능하기 때문에 비전도성 소재에 팔라듐등의 활성화 처리등의 
전처리 공정이 필요하다. 이에 본 실험에서는 탈지, 활성화, 환원의 전처리 공정을 통해 섬유상에 무전해 도금이 가능하도
록 하였다. 본 연구에서는 도금액의 온도, pH, Bath loading 등의 실험을 통해 개발된 무전해 도금액이 현재 사용되는 공정
에 적용될 경우 가장 적당한 도금조건을 찾고자 하였으며, 실험결과 도금액의 pH 12.5~13.5, 도금액의 온도는 50~60℃, 
Bath loading은 0.5~2dm2 일 경우 가장 적당한 것을 확인할 수 있었다. 

      

   
3. 결론 

전자파 차폐용 섬유의 금속화를 위해 본 연구원에서 개발된 포르말린이 포함되지 않은 무전해 동도금액을 적용하였다. 현재 
섬유의 금속화 공정으로 상용화되어 있는 전처리 도금공정을 적용하여 도금액 조건을 변화시켜 실험한 결과 pH 12.5~13.5, 
도금액의 온도는 50~60℃, Bath loading은 0.5~2dm2 일 경우 가장 안정한 도금액을 확인할 수 있었으며 도금속도 및 도금
피막의 형상도 우수한 확인할 수 있었으며, 이 도금조건에서 전자파 차폐용 섬유 및 PCB 소재에도 적용 가능함을 확인할 
수 있었다. 
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